VYROBA

Kompaktn{ stolni mini pec navrZend pro
reflow aplikace v prototypovani ¢i opra-
vé DPS. Diky pouziti specidlnich nastro-
ji a Sablon miiZe byt snadno proveden re-
balling BGA komponent ¢i pre-bumping
QFN soucdstek. Software umoZiuje vy-
tvofeni az 99 rtiznych topnych procesa.

hodi k téméf kazdému udkolu, a to diky
rozsahlé skale snadno dostupnych dopli-
ki. V piipadé potieby lze vytvorit vlast-
ni masku a Sablony.
Velmi kompaktni stolni reflow pec:
— Kontrolované a jemné pdjeni BGA blo-
ki s kulickami pdjky (reballing)

2y,

Ventilator vytvari konstantni proudéni
teplého vzduchu a zpisobuje rovnomér-
ny ohfev komponent ze vSech stran. Tim-
to proudénim jsou komponenty vytapény
s maximalni péci.

Instalovany senzor uvnitt ohfevné ko-
mory piesné fidi teplotu vzduchu. Pfi-
stroj se nabizi ve verzi bez nebo s pro-
cesnim fizenim vstupniho plynu. PouZiti
dusikové atmosféry béhem smaceni pdje-
ciho materidlu minimalizuje generovani
oxidu.

Diky takovému zafizeni se opravy
SMD stanou jednoduchym procesem.
Pro aplikaci pdjky na malé QFN sou-
¢astky nebo reballing obzvlast’ velkych
BGA komponent se ,,minireflow* skvéle

— Pretaveni pdjeci pasty na QFN zafizen{
(pre-bumping)

— Vykon IR ohfevu 500 W

— Velikost komponent (max) 60 x 60 mm

— Rozméry 150 x 300 mm

Technické parametry:

— Celkova spotreba: 550 VA

— Vykon spodniho ohfevu: 500 W, 4x IR
lampy

— Velikost spodniho ohfevu: 105 x
x 130 mm

— Doporucend max. velikost komponent:
55 x 55 x4 mm

— Napdjeni: 1fazové, 230 VAC

— Rozméry systému: 150 x 300 x 85 mm

Stolni reflow pec

poskytuje plno-
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hodnotné pretavo-
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vaci prostfedi ve
velmi kompaktni
formé. Toto zafi-
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zeni je idedlni pro
pre-bumping QFN
soucastek a také

pro reballing BGA
a CSP komponent.

Perfektni fizeni teploty je samoziej-
mosti. Efektivni cirkulace horkého plynu
zajistuje optimalni ohfev soucastek a fi-
zeny reflow proces. Pro obzvlasté piisné
pozadavky na nejvyssi kvalitu pdjeni je
k dispozici také upraveny typ s pripoje-
nim plynu, ktery je schopen zpracovat
rizné plyny, napi. dusik, argon, syntézn{
plyn a;j.

Ovladani zafizeni je pomocfi intuitiv-
niho displeje s menu. K dispozici je az
99 profild specidlné upravenych pro-
stfednictvim systémovych komponent.

Reflow pec nabizi promyslené funkce,
napf. integrovanou cirkulaci vzduchu,
procesni podporu pfivodu vzduchu ¢i
uzivatelsky privétivé menu. Optimdlni
distribuce vzduchu zajistuje rovnomérny
ohfev komponent a v kombinaci s pro-
cesnim piivodem plynu redukuje nega-
tivni tcinky oxidace.
Vyhody:
— optimélni smaceni pajenych spojd,
— zvySeni povrchového napéti,
— vyrazné prodlouZeni délky Zivota kom-
ponent aj.

Typickou aplikaci je reballing BGA
a CSP komponent. Je mozZné fizené re-
flow péjeci pasty na QFN soucdstky, diky
Cemuz se mize vstoupit pifimo do proce-
su opravy. To znamena, Ze je zabrdnéno
aplikaci pajeci pasty na obvodovou des-
ku a usnadni se tim proces opravy. U né-
kterych tvart komponent a na urcitych
oblastech osazovani stanovuje IPC nor-
ma, Ze zbytkova pajka musi byt pfi opra-
véach zcela odstranéna a nové SMD kom-
ponenty museji byt pajeny pouze s noveé
pouzitou pdjkou.



Typickou chybou pfi propojovani BGA
soucastek je Spatné smaceni polStarka.
Aplikace novych péjecich kuli¢ek doka-
Ze obnovit funkéni BGA aZ na plnou po-
uzitelnost. Komponenty se vloZi do spe-
cidlniho reballing rdmu. Sablona, kterd
otvory odpovida kontaktnim ploskam na
BGA, je umisténa na komponentu a ku-
licky pédjky se nasypou do otvort tak,
aby se vyplnily viechny otvory. Rizeny

a Sablon pokryji komponenty od rozméri
18 x 18 mm az po 52 x 52 mm. Pro men-
§1 CSP soucastky mohou byt k dispozici
specidlné navrzené nastroje.

Vzhledem k velmi malému mnoZstvi
pajky na kontaktech QFN komponent
se vyuziti zbytkové pajky pfi opraviach
nedoporucuje. Je nezbytné nutné podloz-
ku zcela vy¢istit, obvykle na nich nen{
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specifickymi ndstroji, specidlné vyvinu-
tymi pravé pro pouziti s reflow pecemi.
Tyto nastroje jsou k dispozici v Siroké
skéle tvart.

Pro lepsi a spolehlivy ohfev soucastek
pouziva reflow pec infracervené (IR) za-
feni a cirkulaci horkého vzduchu. Zv14sté
ndro¢né aplikace mohou téZit z procesni-
ho privodu plynu, jednotné zavedeného

Odstranéni
Sablony

Nasypdni pdjecich
kulicek na Sablonu

a jemny reflow proces dokonc¢i findlni
postup. K reflow peci se nabizi Siroky
vybér Sablon pro rizné BGA, CSP a jiné
komponenty. Casto je také nutné piizpi-
sobit standardni Sablony pouZitim kap-
tonové pasky. Standardni rozméry rama

Snadny
reballing BGA

Set pro
pre-bumping

mozné aplikovat novou pdjku. Jednim
ze zpUsobu, jak nanést pajku na spoje, je
aplikovat ji na povrch komponent. QFN
jsou poté pretaveny, ¢imz se zajisti nizky
objem péjeci slitiny a pevné spoje. Pro-
ces pre-bumping lze provést snadno se

QFN soucdstka
s aplikovanou pdjkou

Pdject
pasta

do komory ze Ctyf vestavénych trysek.

Tento efekt vytvaii prostredi podobné
velkym reflow pecim.

http://www.abetec.cz/eshop/category/
reballing/
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